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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第2四半期 22,562 26.4 197 ― 272 ― 7 ―

22年3月期第2四半期 17,852 △32.0 △2,055 ― △1,910 ― △1,877 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第2四半期 0.16 ―

22年3月期第2四半期 △37.99 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第2四半期 52,200 17,012 32.6 344.27
22年3月期 52,658 17,109 32.4 345.39

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  17,012百万円 22年3月期  17,067百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  

当社は定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では23年３月期の期末配当予想額は未定であります。 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― ― ―

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 50,000 21.7 860 ― 800 ― 450 ― 9.11



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手 
   続、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引 
法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 (1) 平成23年３月期の期末配当につきましては、当該期及び今後の業績を勘案して総合的に決定することとしており、予想額の開示が可能となった 
    時点で速やかに開示することといたします。 
 (2) 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づい 
   ており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意 
   事項等につきましては、［添付資料］３ページ「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q  51,926,194株 22年3月期  51,926,194株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  2,510,356株 22年3月期  2,510,308株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  49,415,865株 22年3月期2Q  49,416,796株
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(１)連結経営成績に関する定性的情報 

 業績の状況 

業績全般について 

当社グループの主要顧客であります液晶パネル業界では、各社の設備投資が回復基調となりましたが、2010年

に中国で計画されている大規模な設備投資の実施が全体的に遅れています。半導体業界は、デジタル情報機器の

需要増を背景に設備投資が続いています。また、今後需要増加が見込まれる太陽電池や二次電池関連分野も活発

化しています。 

このような景況下で、当社グループは受注活動の強化、固定費削減などの対策を実施し、標準化・リードタイ

ム短縮などのコスト構造改革を実行するなど経営体質の強化に取り組んでまいりました。その結果、当第２四半

期連結累計期間は、円高、ウォン安傾向による価格競争激化の影響を受け、期初計画に比べ業績が厳しい状況と

なりましたが、前年同期に比べ大幅な増収、増益となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は22,562百万円（前年同四半期比26.4％増）、営業利益は

197百万円（前年同四半期は営業損失2,055百万円）、経常利益は272百万円（前年同四半期は経常損失1,910百万

円）、四半期純利益は7百万円（前年同四半期は四半期純損失1,877百万円）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績について 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

（ファインメカトロニクス部門） 

液晶パネルの需要増加を背景に、パネルメーカの設備投資が回復していますが、設備投資の時期にズレがみ

られ、前年同期に比べ売上が微減いたしました。また、半導体のウェーハプロセス工程装置は売上・利益とも

低調でした。 

この結果、当部門の売上高は10,286百万円、セグメント損失は437百万円となりました。 

  

（メカトロニクスシステム部門） 

液晶のモジュール工程装置、半導体の組立工程装置は、最終製品のデジタル情報機器の需要増を受け、設備

投資が活発化し、前年同期に比べ増収・増益となりました。真空関連では、タッチパネルディスプレイ用真空

貼り合せ装置等の引合いが活発化しているものの、設備投資はまだ本格化していません。また、二次電池用製

造装置等の引合いが増加しておりますが、設備投資決定が遅れており、売上は低調でした。 

この結果、当部門の売上高は10,452百万円、セグメント利益は665百万円となりました。 

  

（流通機器システム部門） 

券売機、たばこ自販機とも需要低迷が影響し、売上は前年同期に比べ微増しましたが、計画値には達せず低

調でした。 

この結果、当部門の売上高は913百万円、セグメント損失は102百万円となりました。 

  

（不動産賃貸部門） 

不動産賃貸収入は計画通り推移し、売上高は909万円、セグメント利益は404百万円となりました。 

  

(２)連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前期末に比べ458百万円減少し52,200百万円となりま

した。 

流動資産は、前期末に比べ43百万円減少し36,208百万円となりました。これは主に、現金及び預金が増加しま

したが、受取手形及び売掛金、仕掛品が減少したことによります。 

固定資産は、前期末に比べ415百万円減少し15,991百万円となりました。これは主に、有形固定資産が減価償

却により減少したことによります。 

負債につきましては、前期末に比べ361百万円減少し35,187百万円となりました。これは主に、支払手形及び

買掛金が増加しましたが、受注損失引当金及びリース債務が減少したことによります。 

純資産につきましては、前期末に比べ97百万円減少し17,012百万円となりました。これは主に、評価・換算差

額等及び少数株主持分が減少したことによります。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年

度末に比べ486百万円増加し、6,603百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の増加は1,126百万円（前年同四半期は2,498百万円の増加）となりました。これは主に、

売上債権、たな卸資産の減少及び仕入債務の増加により資金が増加したことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の減少は286百万円（前年同四半期は28百万円の減少）となりました。これは主に、有形

固定資産の取得等により資金が減少したことによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の減少は333百万円（前年同四半期は708百万円の減少）となりました。これは主に、ファ

イナンス・リース債務の返済等により資金が減少したことによります。 

  

(３)連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の連結業績予想につきましては、平成22年９月28日に公表しました業績予想に変更はありません。 
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(１)重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

(２)簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

1)一般債権の貸倒見積高の算定方法 

貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度決

算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

2)棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行っております。 

3)固定資産の減価償却費の算定方法 

主として定率法を採用しているため、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しております。

4)法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定して算定して

おります。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生

状況に著しい変化が認められた場合に、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測に当該著しい変化

の影響を加味したものを利用しております。 

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

1)税金費用の計算 

税金費用については、税引前四半期純利益に法定実効税率をベースとした年間予測税率を乗じて計算しており

ます。 

  

(３)会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

会計処理基準に関する事項の変更 

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ2百万円減少し、税金等調整前四

半期純利益は48百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は66百万

円であります。 

  

②企業結合に関する会計基準等の適用 

 当第２四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用してお

ります。 

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,640 6,167

受取手形及び売掛金 21,654 21,960

商品及び製品 2,323 2,424

仕掛品 3,975 4,447

原材料及び貯蔵品 284 229

繰延税金資産 855 932

その他 529 196

貸倒引当金 △54 △105

流動資産合計 36,208 36,252

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 28,923 28,952

減価償却累計額 △16,680 △16,325

建物及び構築物（純額） 12,243 12,627

機械装置及び運搬具 1,230 1,183

減価償却累計額 △795 △660

機械装置及び運搬具（純額） 434 523

工具、器具及び備品 347 324

減価償却累計額 △295 △287

工具、器具及び備品（純額） 52 36

土地 155 164

リース資産 2,213 2,392

減価償却累計額 △1,218 △1,097

リース資産（純額） 995 1,294

建設仮勘定 263 40

有形固定資産合計 14,145 14,686

無形固定資産   

のれん 36 22

リース資産 160 203

その他 413 247

無形固定資産合計 610 473

投資その他の資産   

投資有価証券 196 219

長期貸付金 1 2

破産更生債権等 0 141

長期前払費用 10 10

前払年金費用 332 343

繰延税金資産 329 308

その他 366 362

貸倒引当金 △2 △141

投資その他の資産合計 1,234 1,246

固定資産合計 15,991 16,406

資産合計 52,200 52,658
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,299 10,915

短期借入金 6,612 6,734

1年内返済予定の長期借入金 2,200 －

リース債務 531 638

未払法人税等 125 132

未払費用 2,287 2,251

前受金 720 818

受注損失引当金 122 398

資産除去債務 25 －

その他 309 550

流動負債合計 24,234 22,440

固定負債   

長期借入金 1,500 3,700

リース債務 650 882

長期未払金 21 26

退職給付引当金 5,315 5,067

役員退職慰労引当金 18 33

修繕引当金 393 376

資産除去債務 31 －

長期預り保証金 3,022 3,022

固定負債合計 10,953 13,108

負債合計 35,187 35,549

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,761 6,761

資本剰余金 10,738 10,738

利益剰余金 1,205 1,197

自己株式 △1,719 △1,719

株主資本合計 16,985 16,978

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25 50

為替換算調整勘定 0 38

評価・換算差額等合計 26 89

少数株主持分 － 41

純資産合計 17,012 17,109

負債純資産合計 52,200 52,658
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 17,852 22,562

売上原価 14,947 17,510

売上総利益 2,904 5,052

販売費及び一般管理費 4,960 4,854

営業利益又は営業損失（△） △2,055 197

営業外収益   

受取利息 2 3

受取配当金 29 2

受取賃貸料 53 59

負ののれん償却額 19 19

助成金収入 186 －

貸倒引当金戻入額 － 133

その他 88 41

営業外収益合計 380 259

営業外費用   

支払利息 122 90

為替差損 4 24

その他 108 69

営業外費用合計 235 184

経常利益又は経常損失（△） △1,910 272

特別利益   

負ののれん発生益 － 34

特別利益合計 － 34

特別損失   

事業構造改善費用 － 219

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 46

特別損失合計 － 265

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,910 42

法人税、住民税及び事業税 52 100

法人税等調整額 △48 57

法人税等合計 4 157

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △115

少数株主損失（△） △37 △123

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,877 7
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△1,910 42

減価償却費 947 890

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 46

負ののれん償却額 △19 △19

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11 △189

退職給付引当金の増減額（△は減少） 73 259

受取利息及び受取配当金 △32 △5

支払利息 122 90

為替差損益（△は益） 5 23

前受金の増減額（△は減少） 206 △92

売上債権の増減額（△は増加） 2,753 426

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,417 246

仕入債務の増減額（△は減少） △3,950 252

その他 972 △690

小計 2,597 1,280

利息及び配当金の受取額 32 5

利息の支払額 △123 △91

法人税等の支払額 △8 △68

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,498 1,126

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △7 △8

定期預金の払戻による収入 4 19

有形固定資産の取得による支出 △94 △106

有形固定資産の売却による収入 71 21

その他 △2 △212

投資活動によるキャッシュ・フロー △28 △286

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 698 △120

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △406 △326

長期借入れによる収入 500 －

長期借入金の返済による支出 △1,500 －

自己株式の取得による支出 △0 0

自己株式の売却による収入 0 －

少数株主からの払込みによる収入 － 113

財務活動によるキャッシュ・フロー △708 △333

現金及び現金同等物に係る換算差額 10 △19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,772 486

現金及び現金同等物の期首残高 4,384 6,117

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,156 6,603
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 該当事項はありません。 

  

  

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業区分の方法は、社内管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要な製品 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北東アジア……台湾、大韓民国、中華人民共和国 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（セグメント情報等）

〔事業の種類別セグメント情報〕

  

ファイン 
メカトロ 
ニクス 

（百万円） 

電子・
真空機器 

  
（百万円）

流通機器
システム 

  
（百万円）

不動産
賃貸 
  

(百万円) 

計 
  

（百万円）

消去又は 
全社 
  

（百万円） 

  
連結 
  

（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  14,483  1,508  949  909  17,852  －  17,852

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 7  62  －  －  70 ( ) 70  －

計  14,491  1,571  949  909  17,922 ( ) 70  17,852

営業利益又は営業損失（△）  △1,123  △796  △160  215  △1,864 ( ) 190  △2,055

事業区分 主要製品

ファインメカトロニクス 

フラットパネルディスプレイ製造装置（洗浄装置、剥離装置、エッチング装

置、現像装置、配向膜インクジェット塗布装置、セル組立装置、アウターリー

ドボンディング装置）、半導体製造装置（洗浄装置、エッチング装置、アッシ

ング装置、ダイボンディング装置、インナーリードボンディング装置、フリッ

プチップボンディング装置、半導体検査装置）、鉄道線路保守用機器等 

電子・真空機器 

レーザ応用装置、マイクロ波応用装置、メディアデバイス製造装置（スパッタ

リング装置、真空貼り合せ装置）、産業用真空蒸着装置、二次電池製造装置、

精密部品製造装置、その他自動化機器、真空ポンプ等 

流通機器システム 自動販売機、自動券売機等 

不動産賃貸 不動産賃貸及び管理業務等 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
北東アジア
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

 売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  17,468  383  17,852  －  17,852

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 142  384  526 ( ) 526  －

  計  17,610  767  18,378 ( ) 526  17,852

 営業利益又は営業損失（△）  △1,912  47  △1,864 ( ) 190  △2,055
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前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）北東アジア ……台湾、大韓民国、中華人民共和国 

(2）その他の地域……アメリカ、シンガポール 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 

 当社は、製品・サービス別の事業部制を採用し、各事業部は、取り扱う製品・サービスについて国内および海外

の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 従って、当社は、事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「ファインメカトロ

ニクス」、「メカトロニクスシステム」、「流通機器システム」および「不動産賃貸」の４つを報告セグメントと

しております。 

 「ファインメカトロニクス」は、フラットパネルディスプレイ製造装置のウェットプロセス装置、セル組立装

置、半導体製造装置のウェーハプロセス工程装置を生産しております。「メカトロニクスシステム」は、フラット

パネルディスプレイ製造装置のモジュール工程装置、半導体製造装置の組立工程装置、光ディスク製造装置、真空

応用装置、レーザ応用装置、電池製造装置などを生産しております。「流通機器システム」は、自動販売機、自動

券売機等を生産しております。「不動産賃貸」は、他社にオフィスビルを賃貸しております。  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

  

〔海外売上高〕

  北東アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,730  512  4,242

Ⅱ 連結売上高（百万円）      17,852

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 20.9  2.9  23.8

〔セグメント情報〕

  （単位：百万円）

  

報告セグメント

合計 
ファインメカ 
トロニクス 

メカトロニク
スシステム 

流通機器  
システム 

不動産賃貸  

売上高          

外部顧客への売上高  10,286  10,452  913  909  22,562

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 3  107  －  －  110

計  10,289  10,560  913  909  22,673

セグメント利益  △437  665  △102  404  529
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３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社の研究開発費のうち全社共通に係る要素開発費用でありま

す。 

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。 

５．報告セグメントの変更等に関する事項 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

 当社は、当第２四半期連結会計期間より、従来、「ファインメカトロニクス」に含まれていましたフラットパネ

ルディスプレイ製造装置のモジュール工程装置（アウターリードボンダ装置等）、半導体製造装置の組立工程装置

（ダイボンダ装置等）をメカトロニクスシステム部門（旧名称電子・真空機器セグメント）に変更しました。これ

により、従来、「ファインメカトロニクス」、「電子・真空機器」、「流通機器システム」および「不動産賃貸」

の４つを報告セグメントとしておりましたが、これを「ファインメカトロニクス」、「メカトロニクスシステ

ム」、「流通機器システム」および「不動産賃貸」の４つに変更しております。 

 この変更は、営業効率向上と人材の有効活用を図ることを目的とした事業部組織変更に伴うものであります。 

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

  （単位：百万円）  

利益 金額   

報告セグメント計  529

全社費用（注）  △257

その他  0

四半期連結損益計算書の経常利益  272

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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